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(57)【要約】
【課題】さらなる薄型化を図ることができるスイッチン
グ電源装置およびコンデンサの実装方法を提供する。
【解決手段】商用交流電圧を整流して、所定の電圧の直
流を供給するスイッチング電源装置１において、直径よ
り長さの方が長い複数本の高圧電解コンデンサ１４ａ～
１４ｃに分けて構成し、それぞれの高圧電解コンデンサ
１４ａ～１４ｃを配線基板９に沿って並べて寝かせて配
置する。さらに、配線基板９に複数の開口部９ａ～９ｃ
を形成し、それぞれの高圧電解コンデンサ１４ａ～１４
ｃをその一部が開口部９ａ～９ｃに落とし込まれるよう
に配置する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板に電気部品、電子部品を実装し、商用交流電圧を整流して、所定の電圧の直流
を供給するスイッチング電源装置において、
　直径より長さの方が長い複数本の高圧電解コンデンサに分けて並列に接続し、それぞれ
の高圧電解コンデンサを前記配線基板に沿って並べて寝かせて配置したことを特徴とする
スイッチング電源装置。
【請求項２】
　前記配線基板を貫通する複数の開口部を有し、それぞれの前記高圧電解コンデンサの一
部が前記開口部に落とし込まれるように配置されたことを特徴とする請求項１に記載のス
イッチング電源装置。
【請求項３】
　前記高圧電解コンデンサは、接着剤を介して前記配線基板に固定され、
　発熱部品に近い側に位置する前記高圧電解コンデンサには前記接着剤を設けず、前記高
圧電解コンデンサと前記配線基板との間に隙間を形成したことを特徴とする請求項２に記
載のスイッチング電源装置。
【請求項４】
　前記配線基板は長方形状であり、
　薄型表示パネルの背面に長手方向を上下に向けて配置するとともに、前記高圧電解コン
デンサを前記配線基板の上下方向中央よりも下側に配置したことを特徴とする請求項１な
いし請求項３のいずれか１項に記載のスイッチング電源装置。
【請求項５】
　前記高圧電解コンデンサは、前記配線基板の長手方向に沿って配置されることを特徴と
する請求項４に記載のスイッチング電源装置。
【請求項６】
　前記配線基板は、前記高圧電解コンデンサと前記発熱部品との間にスリット穴を形成し
たことを特徴とする請求項３ないし請求項５のいずれか１項に記載のスイッチング電源装
置。
【請求項７】
　前記スリット穴は、前記開口部の幅よりも狭く形成したことを特徴とする請求項６に記
載のスイッチング電源装置。
【請求項８】
　前記配線基板を貫通する別の開口部を有し、出力コンデンサの一部が前記別の開口部に
落とし込まれるように配置されることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項
に記載のスイッチング電源装置。
【請求項９】
　前記配線基板は、面実装基板からなることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれ
か１項に記載のスイッチング電源装置。
【請求項１０】
　商用交流電圧を整流して、所定の電圧の直流を供給するスイッチング電源装置に搭載さ
れるコンデンサの実装方法において、
　前記高圧電解コンデンサは、配線基板からの高さが前記高圧電解コンデンサの直径未満
となるように配置されることを特徴とするコンデンサの実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング電源装置に係り、特に薄型のスイッチング電源装置およびコン
デンサの実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】



(3) JP 2009-100511 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

　近年、液晶などの薄型テレビは、大画面化とともに薄型化が進んでいる。このような液
晶テレビには、商用交流電圧を所定の直流電圧に変換するためのスイッチング電源装置が
設けられている。このようなスイッチング電源装置は液晶パネルの背面に取り付けられる
が、薄型テレビのさらなる薄型化に伴い、スイッチング電源装置についても薄型化が求め
られている。例えば、特許文献１には、プレーナトランスを用いたコンバータにより薄型
化を図る技術が記載されている。
【特許文献１】米国特許第７０１９９９６号明細書（Ｆｉｇ．１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、プレーナトランスなどの技術を用いたスイッチング電源装置では、トラ
ンスやコイル部の薄型化は可能になるが、高圧電解コンデンサの薄型化についてはこれま
で検討が行なわれてこなかった。また、高圧電解コンデンサは動作温度が高いほど短寿命
化する課題があるが発熱部品であるパワーデバイスやチョークコイルの近傍に配置される
ことから発熱部品からの熱的絶縁が課題となる。
【０００４】
　本発明は、前記従来の問題を解決するものであり、さらなる薄型化を図ることができる
スイッチング電源装置およびコンデンサの実装方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、配線基板に電気部品、電子部品を実装し、商用交流電圧を整流して、所定の
電圧の直流を供給するスイッチング電源装置において、直径より長さの方が長い複数本の
高圧電解コンデンサに分けて並列に接続し、それぞれの高圧電解コンデンサを前記配線基
板に沿って並べて寝かせて配置したことを特徴とする。
　また、高圧電解コンデンサのうち、少なくとも直近の発熱部品と対面したコンデンサに
おいては、直近の発熱部品と該コンデンサとの間の配線基板に開口部を設け、該コンデン
サと直近の発熱部品とを熱的に絶縁したことを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、必要な容量の単一の高圧電解コンデンサを複数に分けて構成すること
により、直径よりも長さの方が長い高圧電解コンデンサが得られ、さらにこれら高圧電解
コンデンサを配線基板に寝かせて配置することにより、高圧電解コンデンサの配線基板か
らの高さを低くすることができる。また、直近の発熱部品と高圧電解コンデンサとを熱的
に絶縁することができスイッチング電源装置の長寿命化を図ることができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、さらなる薄型化および長寿命化を図ることができるスイッチング電源
装置およびコンデンサの実装方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は本実施形態のスイッチング電源装置を薄型テレビの背面に設置したときの状態を
示す平面図、図２は薄型テレビを示すブロック図、図３は本実施形態のスイッチング電源
装置を示す平面図、図４（ａ）は図２の裏面図、（ｂ）は図２のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）
は図２のＢ－Ｂ線断面図、図５は本実施形態のスイッチング電源装置の回路図である。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態のスイッチング電源装置（ＡＣ／ＤＣコンバータともい
う）１は、液晶やＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）などの薄型テレビＴ１に用いら
れるものであり、例えば、１００～２４０Ｖの商用交流電圧の入力に対して、２４Ｖの直
流電圧と５．４Ｖの待機電源電圧を出力する機能を有する。
【００１０】
　スイッチング電源装置１は、薄型テレビＴ１の薄型表示パネル８の背面に設置される。
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さらに、薄型テレビＴ１の薄型表示パネル８の背面には、インバータ基板３ａ，３ｂ、回
路基板４、タイミングコントローラ基板５、フィルタ基板６が設置される。また、薄型テ
レビＴ１は、薄型表示パネル８を支持するためのフレームを備えており、上下方向に延び
る３本の支柱２ａ，２ｂ，２ｃが水平方向に互いに間隔をあけて配置されるように構成さ
れている。本実施形態では、支柱２ｂと支柱２ｃとの間の空間にスイッチング電源装置１
が配置されている。
【００１１】
　図２に示すように、インバータ基板３ａ，３ｂは、スイッチング電源装置１の出力コネ
クタ２１ａ，２１ｂからの直流電圧（例えば、２４Ｖ）を、バックライトモジュール２７
の蛍光管（図示せず）に必要な交流電圧（例えば、１～２ｋＶ）に変換して供給する機能
を有する。なお、バックライトモジュール２７は、蛍光管を備えるものに限定されず、Ｌ
ＥＤ（発光ダイオード）を用いたものであってもよい。この場合にはインバータ基板３ａ
，３ｂはＬＥＤ駆動基板に置き換わる。
【００１２】
　回路基板４は、スイッチング電源装置１とは別の基板で構成され、スイッチング電源装
置１の出力コネクタ２１ｃからの２４Ｖの電圧を、例えば、オンボードＤＣ／ＤＣコンバ
ータ２９ａを介して、タイミングコントロール基板（Ｔ－ＣＯＮ）５に必要な直流電圧（
例えば、１２Ｖ）に変換し、またオンボードＤＣ／ＤＣコンバータ２９ｂを介してスピー
カなどのオーディオ機器に必要な直流電圧（例えば、１３Ｖ）に変換する機能を有する。
【００１３】
　タイミングコントロール基板５は、薄型表示パネル８の素子を制御する機能を有する。
【００１４】
　フィルタ基板６は、低域フィルタ（ＬＰＦ；Low Pass Filter）であって、スイッチン
グによって生じる広域のノイズ成分が電源側に漏洩するのを阻止する機能と、ＡＣ入力プ
ラグを備えたケーブル６ａを有する。
【００１５】
　図３に示すように、本実施形態のスイッチング電源装置１は、配線基板９上に、ダイオ
ードブリッジ１０（発熱部品）、パワーＭＯＳＦＥＴ（Field-Effect Transistor）１１
（発熱部品）、昇圧ダイオード１２（発熱部品）、チョークコイル１３ａ～１３ｃ（発熱
部品）、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃ、パワーＭＯＳＦＥＴ１５ａ，１５ｂ、電源
用ＩＣモジュール１６、絶縁トランス１７ａ～１７ｃ、整流ダイオード１８ａ～１８ｃ、
出力平滑コンデンサ１９ａ～１９ｄ、入力コネクタ２０、出力コネクタ２１ａ～２１ｃ、
共振コンデンサ２３、共振コイル２４、制御ＩＣ２５ａ，２５ｂなどが実装されて構成さ
れている。
【００１６】
　前記配線基板９は、紙フェノール基板やガラスエポキシ基板（例えば、厚さ１ｍｍ）な
どで構成された挿入基板であり、長方形状に形成されている。なお、図４（ａ）に示すよ
うに、配線基板９の幅Ｗ（例えば、１６０ｍｍ）および長さＬ（例えば２９０～３２０ｍ
ｍ）は、支柱２ｂ，２ｃ間に配設可能となるように設定される（図１参照）。
【００１７】
　また、配線基板９には、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃに対応する位置に、高圧電
解コンデンサ１４ａ～１４ｃの長さＬ１（例えば、４０～５０ｍｍ、図３参照）より若干
長く、配線基板９を貫通する開口部９ａ～９ｃが互いに横方向（幅方向）に間隔を開けて
並んで形成されている。この開口部９ａ～９ｃは、細長形状であり、その幅Ｗ１が高圧電
解コンデンサ１４ａ～１４ｃの直径Ｒ１（例えば１０ｍｍ、図３参照）よりも短く形成さ
れている。また、開口部９ａ～９ｃは、配線基板９の長手方向（長さ方向）に長く形成さ
れている。なお、開口部９ｃは、他の開口部９ａ，９ｂの幅Ｗ１よりも若干広い幅Ｗ２に
設定されている。
【００１８】
　また、配線基板９には、出力平滑コンデンサ１９ｄ～１９ｇに対応する位置に、出力平
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滑コンデンサ１９ｄ～１９ｇの長さＬ２（図３参照）より若干長く、配線基板９を貫通す
る開口部９ｄ～９ｇが互いに横方向（幅方向）に間隔を開けて並んで形成されている。こ
の開口部９ｄ～９ｇは、細長形状であり、その幅Ｗ３が出力平滑コンデンサ１９ａ～１９
ｄの直径Ｒ２（図３参照）よりも短く形成されている。また、開口部９ｄ～９ｇは、配線
基板９の長手方向（長さ方向）に長く形成されている。
【００１９】
　図４（ｃ）に示すように、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃは、配線基板９の長手方
向（長さ方向）に向けて寝かせて配置されている。さらに、図４（ｂ），（ｃ）に示すよ
うに、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃは、その一部が開口部９ａ～９ｃ内に位置する
ように（落とし込まれるように）配置されている。したがって、配線基板９の表面から高
圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの上端部までの高さＨが、高圧電解コンデンサ１４ａ～
１４ｃの直径Ｒ１よりも小さくなるように設定されている。なお、高圧電解コンデンサ１
４ａ～１４ｃは、その先端の端子が配線基板９に形成されたスルーホールに挿入されて、
配線基板９の裏面側において半田接続されるようになっている。
【００２０】
　ちなみに、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを３個に分けたのは、単一の高圧電解コ
ンデンサでは直径が大きくなるので、薄型のスイッチング電源装置１とするために、高圧
電解コンデンサの１個の直径を小さくするためである。高圧電解コンデンサの個数は２個
または４個以上でもかまわない。また、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの直径Ｒ１よ
りも長さＬ１のほうが長いコンデンサとすることにより、高圧電解コンデンサ１４ａ～１
４ｃを細長くすることが可能になり、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを配線基板９に
寝かせて配置したときの配線基板９表面からの高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの高さ
Ｈをより低く設定することが可能になる。
【００２１】
　図４（ｃ）に示すように、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃは、配線基板９と接着剤
２７ａ，２７ｂを介して固定されている。さらに詳述すると、接着剤２７ａは、高圧電解
コンデンサ１４ａと１４ｂとの間の配線基板９上に設けられ、高圧電解コンデンサ１４ａ
，１４ｂと配線基板９とを固定している。また、接着剤２７ｂは、高圧電解コンデンサ１
４ｂと１４ｃとの間の配線基板９上に設けられ、高圧電解コンデンサ１４ｂと１４ｃとを
固定している。なお、高圧電解コンデンサ１４ｃと、この高圧電解コンデンサ１４ｃに近
接するダイオードブリッジ１０、パワーＭＯＳＦＥＴ１１、昇圧ダイオード１２（図３参
照）およびチョークコイル１３ａ～１３ｃ（図３参照）からなる発熱部品との間の配線基
板９には接着剤を設けずに、高圧電解コンデンサ１４ｃと配線基板９との間に隙間２８が
形成されるように構成されている。パワーＭＯＳＦＥＴ１１から発生した熱はアルミ放熱
板２６ａを介して配線基板９に伝導されるとともに各部表面から放射されるが、配線基板
９の温度は上昇する。高圧電解コンデンサ１４ｃと配線基板９との間の隙間２８により配
線基板９の熱が直接に高圧電解コンデンサ１４ｃに伝導することを防止し、高圧電解コン
デンサ１４ｃの温度上昇を抑制して短寿命化を防止する。
【００２２】
　なお、パワーＭＯＳＦＥＴ１１は、ダイオードブリッジ１０とともに、アルミなどの放
熱性を有するアルミ放熱板２６ａを介して配線基板９に搭載されている。また、整流ダイ
オード１８ａ，１８ｂについても、同様にアルミ放熱板２６ｂを介して配線基板９に搭載
されている。
【００２３】
　図５に示すように、入力コネクタ２０から導入された商用交流電圧は、ダイオードブリ
ッジ１０で整流され、その後段に接続されたＰＦＣ（Power Factor Correction）回路（
力率改善回路）３０において、例えば３８０Ｖの直流に昇圧される。なお、このＰＦＣ回
路３０は、パワーＭＯＳＦＥＴ１１と、昇圧ダイオード１２と、チョークコイル１３ａ～
１３ｃ、制御ＩＣ２５ａとを含んでいる。また、チョークコイル１３ａ～１３ｃは、直列
に接続されて構成され、制御ＩＣ２５ａは、パワーＭＯＳＦＥＴ１１をＯＮ／ＯＦＦ制御
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する回路である。
【００２４】
　ＰＦＣ回路３０の後段には、３つの高耐圧の電解コンデンサ（高圧電解コンデンサ）１
４ａ～１４ｃが並列に接続されている。３つの並列された高圧電解コンデンサ１４ａ～１
４ｃの後段には、ＤＣ－ＤＣコンバータ回路が２組接続されている。うち１組はメイン回
路であり、残り１組はリモートコントロールスイッチで電源オフの状態とした場合にも動
作を継続するスタンバイ電源回路である。
【００２５】
　前記メイン回路はシングルエンデッドプッシュプル方式であり、高圧電解コンデンサ１
４ａ～１４ｃの＋－両極の間に、直列されたパワーＭＯＳＦＥＴ１５ａ、１５ｂが接続さ
れている。２つのパワーＭＯＳＦＥＴ１５ａ、１５ｂの中間の接続点Ｐ１に共振コイル２
４が接続されている。共振コイル２４は、絶縁トランス（薄型巻線トランス、あるいはプ
レーナトランス）１７ａの１次側コイルの一方の端子に接続されている。また、パワーＭ
ＯＳＦＥＴ１５ｂのソース側に共振コンデンサ２３が接続されている。共振コンデンサ２
３は、絶縁トランス（薄型巻線トランス、あるいはプレーナトランス）１７ｂの１次側コ
イルの一方の端子に接続されている。そして、絶縁トランス１７ａの他端は、絶縁トラン
ス１７ｂの他端と接続されている。なお、パワーＭＯＳＦＥＴ１５ａ、１５ｂは、制御Ｉ
Ｃ２５ｂによって相補にＯＮ／ＯＦＦ制御され、そのスイッチング周波数を制御すること
によって２次側の直流電圧が負荷に依らず例えば２４Ｖで一定になるように１次側からの
供給電力が制御される。また、共振コンデンサ２３と共振コイル２４は電流共振回路を構
成し、メイン回路の１次側の電流を正弦波に近づける機能を有している。
【００２６】
　絶縁トランス１７ａの２次側コイルの両端子には整流ダイオード１８ａ、１８ａが接続
され、その整流ダイオード１８ａ、１８ａのカソード側端子が並列の出力平滑コンデンサ
１９ａ～１９ｄの＋極に接続される。また、絶縁トランス１７ａの２次側コイルの中間接
続点は、出力平滑コンデンサ１９ａ～１９ｄの－極に接続される。同様にして、絶縁トラ
ンス１７ｂの２次側コイルの両端子には整流ダイオード１８ｂ，１８ｂが接続され、その
整流ダイオード１８ｂ，１８ｂのカソード側端子が並列の出力平滑コンデンサ１９ａ～１
９ｄの＋極に接続されている。また、絶縁トランス１７ｂの２次側コイルの中間接続点は
、出力平滑コンデンサ１９ａ～１９ｄの－極に接続される。また、出力平滑コンデンサ１
９ａ～１９ｄの＋極、－極がそれぞれ出力コネクタ２１ａ～２１ｃに接続され、メイン回
路の２次側出力となる。
【００２７】
　一方のスタンバイ電源回路は、前記した３つの高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの＋
極に、絶縁トランス１７ｃの１次側コイルの一方の端子が接続され、絶縁トランス１７ｃ
の１次側コイルの他方の端子には、電源用ＩＣモジュール１６を介して高圧電解コンデン
サ１４ａ～１４ｃの－極に接続される。また、絶縁トランス１７ｃの１次側コイルと並列
に、電源用ＩＣモジュール１６の内部に有するパワースイッチング素子のターンオフ時の
電圧跳ね上がりを抑制してスイッチング損失を抑制するためのコンデンサ１６ａとダイオ
ード１６ｂが接続される。なお、電源用ＩＣモジュール１６の内部に有するパワースイッ
チング素子としては、スタンバイ電源回路は小電力なので必ずしもパワーＭＯＳＦＥＴで
ある必要はない。
【００２８】
　絶縁トランス１７ｃの２次側コイルの一方の端子には整流ダイオード１８ｃが接続され
、そのカソード側端子が出力平滑コンデンサ１９ｅの＋極に接続される。そして、絶縁ト
ランス１７ｃの２次側コイルの他方の端子は、出力平滑コンデンサ１９ｅの－極に接続さ
れる。そして、出力平滑コンデンサ１９ｅの＋極、－極が出力コネクタ２１ｃに接続され
、スタンバイ電源回路の２次側出力となる。
【００２９】
　このように構成されたスイッチング電源装置１では、入力コネクタ２０から商用交流電
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力（例えば、１００～２４０Ｖ）が入力されて、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃが所
定電圧に充電されると作動を開始して、ＰＦＣ回路３０のパワーＭＯＳＦＥＴ１１のゲー
トが制御され、ＰＦＣ回路３０を電流連続動作型の昇圧コンバータとして制御される。な
おＰＦＣ回路３０は電流臨界動作型，または電流不連続動作型，その他ソフトスイッチン
グ型回路であってもよい。また、メイン回路の２次側の出力電圧がフィードバック回路（
図示せず）によってパワーＭＯＳＦＥＴ１５ａ、１５ｂがスイッチング制御され、２次側
の出力電圧が一定に制御される。
【００３０】
　次に、本実施形態のスイッチング電源装置１の作用効果について説明する。
　本実施形態によれば、１つの高耐圧の電解コンデンサを複数個に分けるとともに直径Ｒ
１よりも長さＬ１の方が長い高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃとし、さらに配線基板９
上に寝かせて配置することにより、配線基板９の表面からの高さを低くすることができ、
薄型のスイッチング電源装置１を得ることが可能になる。
【００３１】
　また、本実施形態によれば、配線基板９に３つの開口部９ａ～９ｃを形成し、それぞれ
の開口部９ａ～９ｃに高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃが落とし込まれるように配置さ
れるので、配線基板９の表面からの高さを、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの直径Ｒ
１よりも低くすることが可能になり、さらに薄型のスイッチング電源装置１を得ることが
可能になる。例えば、配線基板９の裏面側も含めた高さが１２．３ｍｍの薄型のスイッチ
ング電源装置１を得ることができる。
【００３２】
　ところで、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃは、発熱部品からなる、パワーＭＯＳＦ
ＥＴ１１、昇圧ダイオード１２およびチョークコイル１３ａ～１３ｃとともにひとまとま
りの回路であるため、ノイズを抑制するために、互いに近づけて配置する必要がある。そ
こで、本実施形態では、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを配線基板９に接着剤２７ａ
，２７ｂを介して固定する際に、発熱部品（１０～１３）に近い側に位置する高圧電解コ
ンデンサ１４ｃには接着剤を設けず、高圧電解コンデンサ１４ｃと配線基板９との間に隙
間２８を形成したので、発熱部品（１０～１３）から配線基板９の表面を伝わって流れて
くる熱を、隙間２８を介して配線基板９の裏面側に逃がすことが可能になる。よって、高
圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃに対する熱害による短寿命化を抑制することが可能にな
る。
【００３３】
　また、本実施形態によれば、図１に示すように、配線基板９を長方形状に形成して、薄
型表示パネル８の背面に配置するとともに、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを配線基
板９の上下方向中央よりも下側に配置したことにより、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４
ｃの温度を低く保つことができ、短寿命化を防止することが可能になる。
【００３４】
　また、本実施形態によれば、図３に示すように、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを
配線基板９の長手方向（上下方向）に沿って配置したことにより、熱の流れを阻害するこ
とがなくなる。つまり、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの上下方向下側から上昇して
くる熱を、高圧電解コンデンサ１４ａと１４ｂとの間、高圧電解コンデンサ１４ｂと１４
ｃとの間に流すことが可能になる。よって、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの短寿命
化を防止することができる。
【００３５】
　また、本実施形態によれば、出力平滑コンデンサ１９ａ～１９ｄも、高圧電解コンデン
サ１４ａ～１４ｃと同様に、配線基板９に開口部９ｄ～９ｇを形成して、出力平滑コンデ
ンサ１９ａ～１９ｄを配線基板９に寝かせて配置するとともに、出力平滑コンデンサ１９
ａ～１９ｄの一部が開口部９ｄ～９ｇに落とし込まれるように配置されている。よって、
出力平滑コンデンサ１９ａ～１９ｄの配線基板９の表面からの高さを低くすることができ
、薄型のスイッチング電源基板１を得ることが可能になる。出力平滑コンデンサ１９ａ～
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１９ｄについても高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃと同様に配線基板９からの伝導熱を
直接受けないことにより熱害による短寿命化を抑制することが可能になる。
【００３６】
　図６（ａ）は本実施形態のスイッチング電源装置１の変形例を示す一部省略平面図、（
ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。本実施形態の変形例は、高圧電解コンデンサ１４
ａ～１４ｃと、この高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃに近接して設けられる発熱部品（
ダイオードブリッジ１０、パワーＭＯＳＦＥＴ１１、昇圧ダイオード１２、チョークコイ
ル１３ａ～１３ｃ）との間の配線基板９にスリット穴９ｈを形成したものである。なお、
その他の構成は同一の符号を付してその説明を省略する。
【００３７】
　スリット穴９ｈは、高圧電解コンデンサ１４ｃの隣に上下方向（長手方向）に沿って細
長く形成されている。また、スリット穴９ｈの幅Ｗ４は、高圧電解コンデンサ１４ａ～１
４ｃが落とし込まれる開口部９ａ～９ｃの幅Ｗ１よりも狭く形成されている。
【００３８】
　図６に示す実施形態によれば、発熱部品（１０～１３）から発生して配線基板９の表面
を伝わってきた熱を、スリット穴９ｈを介して配線基板９の裏面側に逃がすことができる
。よって、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの熱害（短寿命化）を抑制することが可能
になる。
【００３９】
　また、図６に示す実施形態によれば、スリット穴９ｈの幅Ｗ４を開口部９ａ～９ｃの幅
Ｗ１よりも狭く形成し、スリット穴９ｈを長手方向に延びるように形成することで、配線
基板９の配線パターンの設計自由度が大きく損なわれることがない。
【００４０】
　図７は高圧電解コンデンサの変形例を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は配線基板に搭載
したときの断面図である。図７（ａ）に示すように、本実施形態の変形例における高圧電
解コンデンサ１４Ａは、楕円形状に形成されたコンデンサである。図７（ｂ）に示すよう
に、３つの高圧電解コンデンサ１４Ａの長軸が配線基板９に平行に、短軸が配線基板９に
垂直になるようにして、高圧電解コンデンサ１４Ａの一部が開口部９ａ～９ｃに落とし込
まれるように配置される。これにより、高圧電解コンデンサ１４Ａの配線基板９の表面か
らの高さＨ１（＜Ｈ）を低く設定することができ、薄型のスイッチング電源装置１を得る
ことが可能になる。
【００４１】
　図８は高圧電解コンデンサを面実装基板に搭載したときの斜視図である。図８に示す実
施形態は、面実装基板（配線基板）９Ａを用いて高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを搭
載したものである。この場合、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを面実装基板９Ａに搭
載する場合には、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの端子１４Ｓがクランク状に折り曲
げられた状態で面実装基板９Ａの配線パターンの所定位置に実装される。
【００４２】
　このように、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃを面実装基板９Ａに搭載することによ
り、高圧電解コンデンサ１４ａ～１４ｃの端子１４Ｓの先端部が配線基板の裏面側に突出
することがないので、さらに薄型のスイッチング電源装置１を得ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本実施形態のスイッチング電源装置を薄型テレビの背面に設置したときの状態を
示す平面図である。
【図２】液晶表示装置を示すブロック図である。
【図３】本実施形態のスイッチング電源装置を示す平面図である。
【図４】（ａ）は図２の裏面図、（ｂ）は図２のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）は図２のＢ－Ｂ
線断面図である。
【図５】本実施形態のスイッチング電源装置の回路図である。
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【図６】本実施形態のスイッチング電源装置の変形例を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は
（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
【図７】高圧電解コンデンサの変形例を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は配線基板に搭載
したときの断面図である。
【図８】高圧電解コンデンサを表面実装基板に搭載したときの状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　スイッチング電源装置
　２ａ，２ｂ，２ｃ　支柱
　３ａ，３ｂ　インバータ基板
　５　　　タイミングコントローラ(T-con）基板
　６　　　フィルタ基板
　８　　　薄型表示パネル
　９　　　配線基板
　９Ａ　　面実装基板
　９ａ～９ｃ　開口部
　９ｄ～９ｇ　開口部（別の開口部）
　９ｈ　　スリット穴
　１０　　ダイオードブリッジ（発熱部品）
　１１　　パワーＭＯＳＦＥＴ（発熱部品）
　１２　　昇圧ダイオード（発熱部品）
　１３ａ～１３ｃ　チョークコイル（発熱部品）
　１４ａ～１４ｂ　高圧電解コンデンサ
　１５ａ，１５ｂ　パワーＭＯＳＦＥＴ
　１６　　電源用ＩＣモジュール
　１７ａ～１７ｃ　絶縁トランス
　１８ａ～１８ｃ　整流ダイオード
　１９ａ～１９ｄ　出力平滑コンデンサ（出力コンデンサ）
　２０　　入力コネクタ
　２１ａ～２１ｃ　出力コネクタ
　２２　　電源ケーブル
　２３　　共振コンデンサ
　２４　　共振コイル
　２５ａ，２５ｂ　制御ＩＣ
　２６ａ，２６ｂ　アルミ放熱板
　２７ａ，２７ｂ　接着剤
　２８　　隙間
　２９ａ，２９ｂ　オンボードＤＣ／ＤＣコンバータ
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